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Executive summary del progetto

Lo scopo di questo progetto e di sviluppare
un sistema multi-scala (micro e nano) e
multi-funzione per la micro e nano
lavorazione, al fine di garantire un’efficiente
integrazione delle nano strutture allineate
con la parte micro fabbricata. La lavorazione
su scala micro e nano si basera su una miscela
di diverse tecnologie di Prototipazione
Rapida, principalmente focalizzate sui
polimeri. Tale miscela sara basata su processi
di fabbricazione additiva (polimerizzazione a
due fotoni, 2PP), processi sottrattivi
(ablazione laser) e tecnologie complementari
(saldatura laser).

Costo totale: 824.450,00€

Contributo totale: 410.947,50€
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Descrizione del progetto

L'idea del progetto € quella di fondere questi processi all'avanguardia in una piattaforma unica con
il vantaggio fondamentale di integrare operazioni multiple, e allineare direttamente le nano con le
microstrutture, un upgrade che manca nell’attuale mercato high-tech della Prototipazione Rapida.

Il sistema multi-scala (micro e nano) e multi-funzione oggetto della presente proposta garantira la
tecnologia abilitante in grado di connettere le nano-strutture con le parti micro fabbricate,
solitamente lavorate separatamente e che raramente interagiscono efficientemente per fornire
risultati tecnici scalabili a livello industriale.

Questa piattaforma sfruttera tecnologie versatili basate sul laser per consentire differenti
lavorazioni sullo stesso pezzo. Le tecnologie laser possono essere utilizzate come strumenti
estremamente versatili per la lavorazione da ablazione laser di circuiti microfluidici e per le
microstrutture meccaniche, per unire differenti substrati mediante saldatura laser e per la
fabbricazione layer-by-layer di scaffolds nanostampati e nano-strutture mediante polimerizzazione
a due fotoni (utilizzando laser a impulsi ultracorti). Queste sono tecnologie ben note e consolidate
se considerate separatamente, ma la realizzazione di una singola piattaforma che fonda tutti
questi processi non é attualmente disponibile.
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TECLAS
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TECLAS

1) Laser Etching
2) 3D nano-printing
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Partenariato

Capofila — CEMAS

Progetta e Fabbrica machine di saldatura automatiche per polimeri

Teklook

Progetta e Fabbrica machine di controllo (raggi X) per prodotti
alimentari e farmaceutici

Microla Optoelectronics (PMI Innovativa)

Progetta e Fabbrica sorgenti laser per applicazioni industriali
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Trasferimento Tecnologico

PMI Innovative

Microla

Tecnologia laser per la Stampa 3D per fotopolimerizzazione (SLA)

OdR

Politecnico di Torino

Tecnologia di stampa 3D per fotopolimeri alla nanoscala (2PP)
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Risultati attesi

Obiettivi
aziendali

Microla

* Testare la fattibilita
Sistema automatico

* Valutare applicabilita
nei settori: elettronico

medicale

Teklook
e produrre un sistema
di packaging
polimerico ad elevate
prestazioni
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Politecnico

Manufacturing di componenti polimerici 3D intelligenti
e caratterizzazione funzionale
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Grazie

Michele Perlo, CEMAS ELETTRA SRL
m.perlo@cemaselettra.it
011-9712096, 3386157887
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